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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

ESSAIS FONDAMENTAUX CLIMATIQUES
ET DE ROBUSTESSE MECANIQUE APPLICABLES AUX MATER
ELECTRONIQUES ET A LEURS COMPOSANTS

.y . . .

n

2) Ces décisions constituent des recommandations internatiofiales gt

3) Dans le but d’encourager cette unificp

IELS

mités d’Etudes
hesute possible

nationaux

nationaux ne

possédant pas encore de régles nationg 1 & ¢s régles, pleufient comme base fondamentale de ces régles

les recommandations de la CEI dans Ia

PREFACE

bdin de souduie et la méthode d’essai au fer 4 souder n’ont pas sul
’annulation des dimensions en inches La méthode de la goutte dg

niser les régles
ermettent Les

gtablie par le Comité d’Etudes N° 50 de la CET: Essais climatiques

i de modifi-
soudure fut
’appiobation

Ees*payssujvants se sont ptononcés explicitement en faveur de la publication:
Afrique du Sud Japon
Auoualic IV'UI V(\Jsh
Autriche Pays-Bas
Belgique Pologne
Danematk Royaume-Uni
Finlande Suede
France Suisse
Hongtie Tchécoslovaquie
Istaél Turquie
Italie Union des Républiques

Socialistes Soviétiques

Le Comité national des Etats-Unis a exptimé un vote négatif car il estime que la méthode

de la goutte

de soudute n’offie aucun avantage par rappott aux méthodes d’essai existantes de la soudabilité des sorties

En outre, il est d’avis que la piécision et la valewr de cette méthode n’ont pas été prouvées,
des méthodes normalisées déja existantes

au contraile
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

BASIC ENVIRONMENTAL TESTING PROCEDURES

FOR ELECTRONIC COMPONENTS AND ELECTRONIC EQUIPMENT

Part 2: Tests — Test T: Soldering

FOREWORD

1) The flosmal decisions or agreements of the I E C on technical matters, prepared he
Natidnal Committees having a special interest therein are repiesented, e hal
consgnsus of opinion on the subjects dealt with

2) They have the form of Lecommendations for international use and they dre Accepteddby theNa hat
sensg

3) In ollder to promote this international unificaticq, expres as

yet 1]
rules

4) The
nati

Conj

o national rules, when preparing such rules, sk quid
in so far as national conditions will permit

desitability is recognized of extending international-a
nal standardization rules wi
mittees pledge their influep

e 1 E G.reomynendations as the fundamental basis for these

e matters through an endeavour to harmopize

these recommenda wational conditions will permit The Natignal

Thiis Recommendatjo ng

Thiis edition

THe sofder b TR the’soldering-iton method have not been changed, other than the omission
of inch i iohs ke soldd globule method was discussed at the meeting held in Tokyo in 1965, ps a

result pf whi
in Mailch 1966

Th

ubthitied to the National Committees for appioval under the Six Months’ Rule

e following countries voted explicitly in favow of publication:
Australia Japan
Austiia Netiertamds
Belgium Notway
Czechoslovakia Poland
Denmatk South Afiica
Finland Sweden
Fiance Switzerland
Hungary Tutkey
Isiacl Union of Soviet Socialist
Ttaly Republics

United Kingdom

The United States National Committee has cast a negative vote because it believes that the soldet

globule m

ethod of testing offets no advantages over existing standard methods of testing for the soldeiability

of tetminal wites Fuither, it believes that the method is of unproven accuracy and validity in compaiison
to the alicady accepted standard methods
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ESSAIS FONDAMENTAUX CLIMATIQUES

ET DE ROBUSTESSE MECANIQUE APPLICABLES AUX MATERIELS

ELECTRONIQUES ET A LEURS COMPOSANTS

Deuxi¢me partie: Essais — Essai T: Soudure

e WS
UL

32

321

322

Cet essai a pour but de déterminei I’aptitude des sorties des posants & éthe facilement
mouillées et de vérifier que le composant lui-méme ne sera pag detériongé auomoptage pat les
opérations de soudure

Mesures initiales

Les composants sont soumis aux mesures et aux vépticati scanigues\ieqiises| pat la spéci-
fication particuli¢ie

Epreuve
Trois méthodes sont prescrites, les méthodes i de er a souder ef de la goutte
de soudute La spécification paiticuli¢re doit(spé ifie ¢ éthodes a utiliser

Méthode du bain de soudure

Description du bain de soudire

uffisanitpour que la températuie de la| souduie teste
ditie du composant Il doit étre muni [d’un dispositif
soudute & Vune des températuied spécifices au

Le bain de soudute doi aV0il UR VO
uniforme au moment de U ntioductiomde
permettant  de maintenit \la t c1atuke
paiagiaphe 3

Des >p1ises podwassuier Puniformité de la tempéiature de |a masse de la

hain doit étie 1éduite le plus possible en utilisant une fedille d’amiante,
soit as chauffé par le 1ayonnement ditect du bain

én deux épreuves successives pout lesquelles les températyies du bain de

0/F 10 °C pout les composants utilisés avec des cablages imprimés
270 1 10 °C pout les composants utilisés normalement

e Au choc thermique: 350 £10 °C pow les besoins du paragiaphe 32 4 seulement

% sutface du bain doit étie maintenue propie et biillante, et immédiatement gvant toute im-
mersfon d’une soitie ou d’un groupe de sotties, un moiceau de soudure est jeté au milieu du bain
Cette souduie doit avoir une longueut d’enviion 12 mm et un diametie d’environ |1,6 mm et €tie
constituée par un alliage étain-plomb & 60/40 avec une ame de 1ésine neutre (colophane — voil

323

annexc C) On nc doit utiiser pour eet—-essai—aucun—autie fondant

Soudabilité

Aussitdt que la soudure ajoutée a fondu, la soitie du composant est trempée dans le sens
de son axe longitudinal dans le bain de soudute ayant une tempéiatuie applicable pour I’¢picuve de
soudabilit¢ La durée de I'immersion doit etie de 2 * 0,5 s Les fils de sortie sont imme1gés
jusqu’a 6 mm du point o ils émergent du cotps du composant

Les cosses a souder sont imme1gees jusqu’a un point situ¢ & 3 mm au-deld de ’endioit piévu
pous la connexion des fils, ou sw la moiti¢ de lew longueui, §’il en 1ésulte, en opéiant ainsi, une
profondeur d’immer sion moindie

Les soities sont examinées en ce qui conceine la qualité de P’¢tamage, mise en évidence par
I’écoulement libie de la soudute avec un mouillage convenable des soities


https://iecnorm.com/api/?name=c81a8d7856b631ab9483e00c252eaa85

32

321

322

323

BASIC ENVIRONMENTAL TESTING PROCEDURES
FOR ELECTRONIC COMPONENTS AND ELECTRONIC EQUIPMENT

Part 2: Tests — Test T: Soldering

Object

To detetmine the ability of component teiminations to wet easily, and to check that the

MPONC %Y Ol DC dd dgcd DY 4d DIy SOId 2 pPro CS

Initial measurements
The components shall be measwied and mecanically checked as

specification

Conditioning

Thiee methods ate piesciibed, solder bath, soldeiing iron

specification shall piesctibe which of the methods is to be used

Solder bath method

Desctiption of soldei bath

ponents for printing witing applications, o1
w components for noimal applications

of any Te
the bath
alloy with a co
usedfoi this test

he bdth shall be kept clean and bright and immediately piio1 to the immersi
orgroup of teiminations a piece of solder shall be diopped into the middle
s soldgt shall be approximately 12 mm long, 1 6 mm diameter, and of 60/40 tin-lc
6f non-activated tosin (colophony — see Appendix C) No other fluxing shall

c1
th
b-

ne

n
of

d
be

Soldeirability

As soon as the added soldet has melted, the component termination shall be immeised in the
direction of its longitudinal axis into the bath of molten solder at the appioptiate test temperatute
for solderability The duration of the immeision shall be 2 + 05 s Wite terminations shall be im-
metsed fiom the fiee end up to a point 6 mm away fiom the emetgence of the teimination from

the body

Soldering tags shall be immeised up to a point 3 mm beyond the place intended for the
connection of wires or for half their length if this would tesult in a smaller depth of immersion

The terminations shall be examined for good tinning, as evidence by fiee flowing of the solder,

with wetting of the tetminations
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324 Résistance au choc theimique

Les soilies sont alois immeigées comme indiqué ci-dessus, mais dans un bain de souduie &
350 °C pendant 3 ig) s, puis 1etitées

33 Méthode du fer & souder

Cette méthode n’est utilisée que si les méthodes du bain de soudurc ou de la goutte de soudure
sont impraticables

331 Desctiiption des fers & souder
Foime A

Tempcratuie: 300 °C a350—C

Dimensions de la panne: Diamétie: 8 mm

Longueur exposée: 32 mm se 1éduisant a4 une aiéte su ton 10 mm

Foirme B

Température: 300 °C 4350 °C
Dimensions de la panne: Diameétie: 3 mm
Longuew exposée: 12 mm se 1éduisant dune “at¥ iton 5 mm

La suiface des feis & souder doit &t1g’ liss Qi & ¢tamée La soudutg doit €tre un
alliage étain-plomb de 60/40 avec une anjc de1&inenéutic Xeolophane — voir anndxe C)

332 Procédure d’essai

Le fer et la soudure ddivent\étde, sa¥f)pressiiption contraire, appliqués & la sditie, pendant
une duiée totale de 10 s sonkie oit Ste completement étamée jusqu’a 6 mm|du coips du

it convenable
é1e, dans les

34

on ciiculaire,
soit dans les

341

illage décrit dans I’annexe A est concu de fagon qu’une goutte de soudufe fondue soit
3 Meux paities par le fil de soitie Le temps qui s’écoule entie le moment|ou le fil sec-
aonnela deudure et celui ol les deux parties de la soudure fondue se 1ejoignent apips avoit coulé
u fil donne une indication de la soudabilité de la sortie

342 Conditions d essai

3421 Soudure

Les pastilles de soudute spécifiées dans I’annexe B dépendent du diamétre du fil, de la manicre

suivante:
Diameétie nominal Poids nominal
du fil de la pastille
mm mg
1,2 a0,75 200
0,74 a 0,55 125
0,54 a 0,25 75

Inféricur a 0,25 50
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324 Resistance to heat

The terminations shall then bc immeised as above but at 350 °C for a period of 3 +d s and
then withdrawn

33 Soldeiing iton method

This method should only be used when the soldet bath ot solder globule methods aie impiacticable

331 Desciiption of soldering irons
Size A
200 o N-FAN Wl
TCIITPTTALUIT, AV Y TIO O

Bit size: 8 mm diametel

Exposcd length: 32 mm 1educed to a wedge shape over a length of app

Size B
Tempctatuie: 300 - 350 °C
Bit size: 3 mm diametet

Exposed length 12 mm reduced to a wedge shape ovel

34 Solder globule~nmeth
This m@ > A ipns

either in the “as

341

bed in Appendix A is designed so that a globule of molten soldep is
1m1nal10n The time elapsing betwecn the moment that the wiie bisects [the
¢ solder flows atound and coveis the wiie, is indicative of the soldeiabjlity

342 Conditions of test

3421 Soldei

Solder pellets as specified in Appendix B ate 1elated to the wite diameter as follows:

Nominal wite Nominal
diameter pellet weight
mm mg
12 -075 200
074-055 125
054-025 75

0 24 and less 50
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3422 Températuie de la bioche de fer
L’appaieillage doit étie 1églé de facon que la tempéiature mesuiée comme indiqué par la fi-
gure 2, page 20, soit maintenue a 2352 °C
3423 Flux
a) Le flux doit consister en une solution de 25% en poids de colophane dans 75% enpoids
d’alcool isopropylique, tous deux spécifiés par 'annexe C
b) Lorsqu’un flux non-activé n’est pas approprié, le flux activé suivant peut, aprés accoid entre
I’acheteur et le fournisseur, étre utilisé au lieu de celui spécifié ci-dessus: solution de 25% en
poids de colophane dans 75% en poids d’alcool isopropylique avec addition d’un appoint
d’ hydrochloruie de dimethylamine analytique au plus egal a U,5 % de _chlotuic (expijmé en tant
que chlorure libie) par 1appott au contenu de colophane
343 Vieillissement accéléré

3431

444

3441

3442

3443

Si la spécification partticuli¢re requiett un vieillissemen
adoptée

e doit étre

Publication
aux maté-
¢dhe, exposi-

A la sortie de 'étuve de chale ¢ i idir 3 ; 1e du labo-

atique, elles

ant que I’essai de soudabilité ne leur soit appliqué Si la
es solties sont dégraissées par immersion dans un s¢lvant orga-

re 1estant de I’essai piécédent soit retité du bloc de poudwe pai
guvelle pastille de soudure choisie, conformément aux piesfiiptions du

est appligué aVa sottie, soit en la plongeant dans le flux, soit en la badigeonnant loisqu’elle
Appaicillage d’essai Un petit appoint de flux est aussi appliqué a la goutte de
¢ pout la nettoyet, la désoxyder et lui faire mouiller complétement la bipche de fer

id 4 edayer est alors placée dans la goutte de fagon qu’clle touche la suiface de Ip bioche de
pmps, qui s’écoule entie le moment ou le fil sectionne la souduie et touche Ip broche de
fer et eelui ou les deux paities de la soudute fondue se tejoignent apiés avoir coulé agtour du fil,
est le temps de soudabilité

Reprise

Les composants sont placés dans les conditions atmosphéiiques noimales de reprise pendant
le temps requis par la spécification particuliere
Mesures finales

Les composants sont ensuite soumis aux mesutes et aux véiifications mécaniques requises par
la spécification particuliere


https://iecnorm.com/api/?name=c81a8d7856b631ab9483e00c252eaa85

3422

3423

343

3431

3432

344

3441

3442

3443

3444

3445

Temperatuie of the iron pin

The appatatus shall be so adjusted that the temperature, mecasuied as indicated in Figute
page 20, is maintainéd at 235+ 2 °C

Flux

a) The flux shall consist of 25% by weight of colophony in 75% by weight of isopiopyl alcoh
both as specified in Appendix C

b) Where a non-activated flux is not appropiiate, the following activated flux may be used,
agieement between customer and supplier, in place of that specified above: 25% by weight
chloride (analytical 1eagent giade) to an amount of 0,5% chloride (expiessg
based on the colophony content

Accelerated ageing

If accelerated ageing is tequited by the ielevant specification,
adopted

Teiminations for test shall be subjected to diy heat fot
of IEC Publication 68-2-2, Basic Enviionmental Testing

relevant specificatiof
agent at ro 3

pin Thethwe clapsing between the moment that the wite bisects the solder and touches the i1
pin,sand that when the solder flows atound and covers the wire, is the soldeting time

2,

ol,

by
of

fiee chlonine)

be

Ba
nd

[¢]

nt

ing,

in

Recovery

The component shall remain under standard atmospheric conditions for tecovery for the period

requited by the 1elevant specification

Final measurements

The component shall then be measured and mechanically checked as tequited by the relevant
specification
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Renseignements requis dans la spécification particuliére

Loisque cet essai est presciit par unc spécification paiticulicie, les détails suivants doivent étie
spécifiés:
a) Mesures et vérifications mécaniques a effectuer avant 1’épreuve
b) Meéthode d’essai applicable
¢) Duice de la iepiise
d) Mesutes et vétifications mécaniques a effectuer a la fin de I’¢preuve
e) Méthode du bain de soudute: toute dérogation a la profondewr d’immersion

) Méthode du fer 4 souder: toute dé1ogation & I’instant de vérification du mouillage de la soitie

o) Méthode-de-lapgoutte-de-soud

[=3 o ARV

1) application de ’essai de soudabilité: dans 1’état de liviaison ou
ou dans les deux cas:

2) autoiisation de dégiaissage (paiagiaphe 3 4 4 2);
3) utilisation du flux activé (paragraphe 3 4 2 3);
4) points de la sortie auxquels I'essai doit étre appliqué;
5) temps de soudabilité, en secondes (patragiaphe 3 4 4 5);
6) méthode d’échantillonage a utiliser

S

s\vieillissemént accéléié
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Information required in the relevant specification

Wheie this test is included in the 1clevant specification, the following details shall be specified:

@) Measurements and mechanical checks to be made priot to the test

b) The method of test

¢) Petiod of 1ecovery

d) Measwements and mechanical checks to be made at the end of the test
e} Solder bath method: any deviations fiom the depth of immetsion

f) Soldeting iton method: any deviations fiom the wetting time

2) Solder globule method

o

1) whether the solderability test is to be applied in the “as 1eceived”™ condition or alfer ¢xpd
ute to accelerated ageing, o1 both;

2) whether degreasing is peimitted (Sub-clause 3 4 4 2);

3) whether active flux should be used (Sub-clause 3423y,

4) the point(s) on the termination to which the test shall be applied;

5) the soldeiing time, in seconds (Sub-clausc 3 4 4 5);

6) the sampling scheme to be used

@%

S-
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SPECIFICATION DE L’APPAREILLAGE D’ESSAI DE SOUDABILITE
A LA GOUTTE

ANNEXE A

s maximales

de diamétie
dition de ne

ou I’élément
ure mesurée

bcouple, une

1 Le corps (figure 3, page 21, détail 1) doit étie usiné a froid dans une bane d’aluminium ayant une
force de rupture a la tiaction minimale de 170 N/mm? et de caractéiistiques chimiques suivantes:
L’aluminium doit étre allié¢ 4 1,7% 4 2,8% de magnésium et contenit les quantités maximales d’impure-
tés suivantes:

Cuivie 0,1 %
Si};\/;ulll G,U "()
Fei 0,5 %
Manganése 0,5 %
Chiome 0,25%
Zinc 0,2 %
Titane ou tout autie
¢lément d’affinage de
giain

2 La bioche (figme 3, détail 2) doit &
d’impuretés suivantes:

Catbone
Oxygene

3

4 Le cotps doit

5 La te
ther

82

II'faut qu

La tempéiatute de la soudure est mesurée 4 ’aide d’un thermocouple de chiome-alume

a tempétatuie de la broche de fer soit maintenue a 235 *

broche de fer doit étie étamée Aptes la fin de I'essai il co
chauffant en laissant une goutte de soudure en place de fagon
¢ de fer n’empéche son mouillage ultérieur

2°C

Hure, mais il

aviendrait de
a éviter que

spécification

(de volume

au plus egal a U,Z mm*~) inse1¢ dans la goutte au couts de ['essar swmvant:

Un fil de cuivie fiaichement étamé de diamétre 0,8 mm et de longueur 50 + 2 mm est placé dans
Pappaicillage en utilisant des supports de fixation theimiquement isolés, puis insérés dans la goutte de

soudure

II faut alors

que:

@) dans au moins cing paimi sept essais 1épétés, la températuie ne descende pas au-dessous de 222 °C
apieés 3 s;

b) la température ne descende jamais au-dessous de 210 °C au cours de I’essai
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1

81

82

APPENDIX A

SPECIFICATION FOR SOLDER GLOBULE APPARATUS

The body (Figure 3, page 21, Detail 1), shall be made from non-heat-tieatable aluminium bai having
a minimum tensile strength of 170 N/mm?2, and having the following chemical composition:

Magnesium 17-28%

Coppet 01 % maximum

Silicon 06 % maximum

1Iron Uo o maximum

Manganese 05 % maximum

Chiomium 0 25% maximum

Zinc 02 % maximum

Titanium o1 other

grain-refining
elements 0 15% maximum

Aluminium the 1emainder
The| pin (Figure 3, Detail 2) shall be made from pure iron having the b composition:

Caibon

Oxygen

Nitiogen

Other imputitie
Thel e
sect t
excged 60 mm
Th¢ body may be boted out e
confiolled by any oth N
spegified in Clause 5 belo
The temperatuie 1
o1 platinum 1esistanoé
An -
ed
Thq d
be -
qug
Otlje1 test_machines which may not be made entitely in accordance with this specification, may be us¢d
providéd’ that they meet the following performance charactetistics

The temperatuie of the iron pin must be maintained at 235 % 2 °C

The temperatute of the solder is measured by means of a chiome-alumel thermocouple (with a volume

not

gieatet than 0 2 mm?3) inserted in the globule duting the following test proceduie

A freshly tinned copper wite of nominal diameter 0 8 mm and 50 £2 mm long is inseited into the

test

machine using thermally insulated clamps, and then inseited into the globule of solder

The following conditions shall be met:

a)
b)

in at least five out of seven 1epeats of the test, the temperatute after 3 s is not below 222 °C; and

the temperatuie does not fall below 210 °C at any time duting the test
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— 16 —

ANNEXE B

PASTILLES DE SOUDURE UTILISEES POUR L’ESSAI A LA GOUTTE

Les pastilles utilisées doivent satisfaire aux conditions suivantes

Composition chimique

La composition en poul-cent pai poids doit étie la suivante:

Etain 59% & 60%
Plomb 40% a 41%

Antimoine
Cuivie
Atsenic
Fei

du zinc ou du

Gamme de températures de fusion

La gamme de températures dg

183 °C
188 °C
Poids dges pas
1 1 dev1,5% de pastilles dont le poids s’écaite de+10% d

nominal

admium en

e leur poids
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APPENDIX B

PELLETS FOR USE IN THE SOLDER GLOBULE APPARATUS

The pellets used shall comply with the following tequirements:

Chemical composition

The composition in peicentage by weight shall be as follows:

Tin 59% - 60%
Antimony 0,5 % maximum
Coppet 0,1 % maximum
Aisenic 0 05% maximum
Iion 0 02% maximum
Lead the temaindei

The solder shall not contain imputities such as aluminj amounts whid

will injuriously affect the propetties of the soldel

Mglting temperature range

The melting temperatute 1ange of the 69% solde1y

Completel id
plately JHiguid

Pellet weight
Not moie @ 5 Q e outside + 10% of the nominal weight
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ANNEXE C

PARTIES CONSTITUANTES DU FLUX UTILISE POUR L’ESSAI A LA GOUTTE

Pureté Poids minimal d’alcool isoptopy

Acidité (acidg acétiquena

q ﬁ *oxyde de canpo
Mati

eres’n

Poids maximal 0,002 %

2 mg pat 100 m! au maximum

Etie claire et
une semaine

1 Colophane
L1 Généralités
La colophane est une iésine natwelle obtenue comme tésidu de la distillation des gemmes de pin
et consistant en acides teipéniques, dont I’acide abiétique,et en esthers acides teipéniques
12 Composition et piopriétés
Couleur
Acidité (mg KOH/g de colophane)
Point de 1amolissement (balle et anneau)
Point de fluage (Ubbelohde)
Cendie
Solubilite olutidn de colophane daps un poids
alcool isopiopylique doit
frésenter aucun dépdt aprés
péiatute normale
2 Alcool isopropylique

lique 99,5%



https://iecnorm.com/api/?name=c81a8d7856b631ab9483e00c252eaa85

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

